Diario oficial N° 202, quinta-feira, 17 de outubro de 2013
PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 334, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

Estabelece o Processo Produtivo Basico
para Impressora do Tipo Matricial de
Impacto produzida na Zona Franca de
Manaus.

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E
COMERCIO EXTERIOR e DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAGAO, no uso das
atribuices que lhes confere o inciso Il do paragrafo unico do art. 87 da Constitui¢éo
Federal, tendo em vista o disposto no § 6° do art. 7° do Decreto-Lei n® 288, de 28 de
fevereiro de 1967, no § 1° do art. 2° e nos artigos 13 a 16 do Decreto n° 6.008, de 29 de
dezembro de 2006, e considerando o0 que consta no Processo MDIC n°
52001.001399/2013-62, de 02 de setembro de 2013, resolvem:

Art. 1° Estabelecer para o produto IMPRESSORA DO TIPO MATRICIAL DE
IMPACTO, o seguinte Processo Produtivo Basico:

I - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;

Il - montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel
basico de componentes; e

I11 - integrac&o das placas de circuito impresso e das demais partes elétricas e mecanicas
na formacéo do produto final, montadas de acordo com os incisos I e Il acima.

8 1° Todas as etapas descritas no caput deverdo ser realizadas na Zona Franca de
Manaus.

8 2° Desde que obedecido o Processo Produtivo Basico, as atividades ou operacdes
inerentes as etapas de producdo poderdo ser realizadas por terceiros, exceto a etapa
descrita no inciso 111 que ndo podera ser objeto de terceirizagao.

Art. 2° Ficam temporariamente dispensados de montagem 0s seguintes mddulos ou
subconjuntos:

| - cabeca de impressdo sem 0 servo-mecanismo;
I - mecanismo impressor com largura de impressao de até 6 (seis) cm;
I11 - mecanismo impressor/leitor motorizado de bilhete magnético;

IV - modulo de comunicacdo Bluetooth proprio para conexd a placa de circuito
impresso através de processo de montagem por superficie - SMT (Surface Mounted
Technology);

V - médulo display de cristal liquido - LCD, com placa de controle integrada;
VI - modulo leitor de cartéo inteligente - smart card,;

VIl - modulo, dispositivo ou subconjunto de mostrador de cristal liquido, plasma ou
diodo emissor de luz - LED (Light Emitting Diode) e outras tecnologias de displays;



VIII - médulo sensor biométrico;

IX - painel de operacgéo e controle para impressoras, mesmo incorporando dispositivo de
visualizacdo;

X - 0s leitores de cartdo de memdria e as placas e partes eletromecéanicas sem funcéo
ativa, com ou sem filtros de sinal, com objetivo de suportar mecanicamente conectores,
entradas de USB, diodos emissores de luz - LED (Light Emitting Diode), chaves
ligadesliga ou cabos, utilizados unicamente como extensdo de funcdo ja implementada
na placa-mae; e

XI - fontes de alimentacdo ou conversores de corrente continua (CA-CC).

8 1° No que se refere as fontes de alimentacdo ou conversores de corrente continua
(CA-CC), a dispensa mencionada no caput deste artigo € valida a partir de 1° de janeiro
de 2013.

8 2° A partir de 1° de janeiro de 2014 em diante, as placas de interfaces de comunicagéo
com tecnologia sem fio (Wi-Fi, Bluetooth, WiMax), utilizadas na IMPRESSORA DO
TIPO MATRICIAL DE IMPACTO, deverdo ser montadas num percentual minimo de
80% (oitenta por cento), tomando-se como base a quantidade dessas placas utilizadas no
ano-calendario.

Art. 3° Sempre que fatores técnicos ou econdmicos, devidamente comprovados, assim,
o determinarem, a realizacdo de qualquer etapa do Processo Produtivo Basico podera
ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de Portaria conjunta dos
Ministros de Estado do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior e da Ciéncia,
Tecnologia e Inovagéo.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacéo.
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